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沈阳芯源微电子设备股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-03

投资者关系

活动类别

£特定对象调研       £分析师会议  

£媒体采访           £业绩说明会   

£新闻发布会 　                                             　 £路演活动

R现场参观          R其他（走进上市公司活动）

参与单位

名称

北国华盖（辽宁）投资管理有限公司

北京华诺投资管理有限公司

博时基金管理有限公司

川江投资有限公司

和财（辽宁）基金管理有限公司

华泰证券股份有限公司

嘉实基金管理有限公司

辽宁和生中德产业投资基金管理人中心（有限合伙）

辽宁控股（集团）有限责任公司

辽宁上市公司协会

辽宁省工业和信息科学研究院

辽宁省基金业协会

辽宁省老科技工作者协会

辽宁省轻工科学研究院有限公司

辽宁卓林投资管理有限公司

鹏华基金管理有限公司

青岛晟庄私募基金管理有限公司

上海璞远资产管理有限公司

沈阳产业技术研究院

沈阳股权投资协会

沈阳锦绣中和资本管理有限公司

沈阳盛京天使私募基金管理有限公司

西藏新航线投资管理有限公司

招商基金管理有限公司

时间 2024年 5月 30日

地点 公司会议室



上市公司接待

人员姓名

董事会秘书     刘书杰

综合管理部部长 王玉宝

财务部副部长   王玲

证券事务代表   宗健腾

投资者关系活动

主要内容介绍

公司领导带领来访对象参观了公司展厅、净化间等，并

对公司基本情况进行了详细讲解，后在公司会议室与来访对

象进行了座谈。

Q1：公司产品主要应用在哪些领域，行业地位如何？

A1：公司产品包括光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法

设备，主要应用于前道晶圆制造、后道先进封装、化合物半

导体等领域。公司目前是唯一可提供量产型前道涂胶显影设

备的国产厂商，该设备是半导体产线上唯一与光刻机联机工

作的核心工艺设备，目前被日本厂商高度垄断，公司在该领

域成功打破国外垄断、填补国内空白，现阶段国内市场占有

率仍然较低，行业天花板很高；公司生产的前道单片式物理

清洗机、后道先进封装用涂胶/显影机等均为国内细分市场

龙头。此外，公司正在积极布局其他新品，不断丰富公司产

品矩阵，包括前道单片式化学清洗机、临时键合机、解键合

机、全自动 SiC划裂片一体机等，未来有望为公司贡献新的

业绩增长点。

Q2：公司如何看待2024年下游晶圆厂扩产节奏？

A2：根据 SEMI 近期公开的数据显示，经历了 2023年的

行业收缩后，2024年全球半导体设备市场规模有望迎来复苏

并增长至 1053.1亿美元。SEMI 提到，中国将引领半导体行

业扩张，预计中国将增加其在全球半导体产能中的份额，并

在2024年产能同比增加 13%。公司正积极与国内各大客户接

洽，加快机台迭代优化及订单导入速度，增强客户粘性，不

断提升市占率水平。

Q3：晶圆厂里涂胶显影机和光刻机的配套比例是怎样



的？

A3：晶圆厂中 inline涂胶显影机和光刻机联机作业，1

比 1配套。此外，光刻工艺中还需要大量应用 offline涂胶

显影机，如 Barc、PI、SOC等，该类设备不需要与光刻机一

对一联机。

Q4：涂胶显影机产能和光刻机产能之间的关系是怎样

的？

A4：为保证光刻机的产能得到充分利用，inline涂胶显

影机产能通常要比光刻机高 10%-15%左右。

Q5：公司新品临时键合机、解键合机市场竞争情况如

何？

A5：国内临时键合机、解键合机市场主要被日本等海外

厂商高度垄断。公司于 2021 年获得国内重要存储客户支

持，开始提前布局临时键合、解键合设备，目前公司临时键

合机、解键合机整体技术已达到国际先进水平，产品成功打

破国外垄断，已陆续获得国内多家头部 HBM、2.5D封测客户

订单。

Q6：目前公司产品零部件国产化替代进展如何？

A6：目前公司零部件国产化替代进展良好。公司围绕自

身主业已搭建了有序、持续、健康、合规的供应链体系，并

持续通过滚动预投、战略备库等方式储备核心部件，确保生

产所需。同时，基于供应链安全的考虑，除了与现有核心供

方保持良好的合作关系，公司也在积极开发和评估其他合格

供方。

Q7：公司今年员工规模情况预计如何？

A7：截至 2023 年底，公司员工人数为 1118 人。今年公

司主要将人资工作重心放在研发人员扩充和上海子公司人员

补充方面，预计人员相较之前不会有大幅增长。

Q8：公司第二季度新签订单及业绩展望如何？



A8：公司第二季度新签订单情况良好，各项机台生产、

交付、验收计划符合公司预期，具体情况请参见公司后续公

告。

附件清单 无

本次活动是否

涉及应当披露

重大信息

不涉及


